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SOT-23 塑封封装 硅 NPN 数字三极管。 
Silicon NPN Digital transistor in a SOT-23 Plastic Package. 
 

内装偏置电阻，简化线路设计，减少元件和制造流程，符合 AEC-Q101 标准高可靠性要求，无卤产品。 
With built-in bias resistors, simplify circuit design, reduce a quantity of parts and manufacturing 
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参数 
Parameter 

符号 
Symbol 

数值 
Rating 

单位 
Unit 

Supply Voltage VCC 50 V 

Input Voltage VIN -6~40 V 

Output Current IO 70 mA 

Peak Collector Current ICM 100 mA 

Power Dissipation PD 200 mW 
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电参数曲线图  /  Electrical Characteristic Curve 
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印章说明  /  Marking Instructions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明： 

Q：  为汽车无卤产品标识 

64：  为型号代码 

Note: 

Q:   Automobile halogen-free product Code 

64：  Product Type Code 

Q64 
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回流焊温度曲线图(无铅)  /  Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free) 
           

 

 

 

 

 

 

 

 
 

说明：           Note: 

1、预热温度 150～200℃，时间 60～120sec;  1.Preheating:150~200℃, Time:60~120sec. 

2、峰值温度 255±5℃，时间持续为 5±0.5sec; 2.Peak Temp.:255±5℃, Duration:5±0.5sec. 

3、焊接制程冷却速度为 2～10℃/sec.   3.Cooling Speed: 2~10℃/sec. 

 

耐焊接热试验条件


